
บทท่ี 5

ขั้นตอนการดำเนินการทดลอง

5.1 บทนำ

จากแผนการทดลองในบฑท่ี 4 จะนำมาใซ้เปีนหลักในการดำเนินการทดลอง โดยมี 
ประเด็นหลักๆท่ีจะต้องพิจารณาอย่างเคร่งครัด เช่นการดำเนินการอย่างลุ่มดามตารางท่ีกำหนด 
ไว้ สภาวะการต้ดท่ีจะใช่ในแต่ละหน่วย การทดลองต้องควบคุมให้เป็นตามแผนท่ีไต้วางไว้ ปัจจ้ย 
ใดเป็นปัจจัยควบคุมต้องทำการควบคุมตามท่ีไต้กำหนดไว้ในแผนการทดลอง เพ่ือทำให้ข้อมูล 
น้ันมีความนำเช่ือถือมากข้ึน

ข้ึนตอนการดำเนินการทดลอง สามารถสรุปไต้ต้งน้ั
1 . จัดเตรียมวัตถุดิบในการทดลอง
2 . ตรวจสอบข้อบกพร่องก่อนตัด
3. ทำการต้ดข้ึนงาน
4. ตรวจสอบข้อบกพร่องหลังตัด

5.2 การจ ้ด เต ร ียม ว ัต ถ ุด ิบ ใน การท ด ลอง

ก่อนท่ีแผ่นเวเฟอรัจะถูกนำมาตัดในข้ึนตอนท่ีจะทำการทดลองน้ัน จะมีกระบวนการ 
ก่อนหน้าต้งน้ี

1. การนำแผ่น Wafer ติดลงบนแผ่น Carbon Lava
2. ตัดแผ่น Wafer ออกเป็นส่วนๆโดยใช้ใบมีดต้ดที่ทำจากส่วนผสมของเพชร 

(Diamond Blade) ซ่ึงใบมีดจะมีลักษณะเป็นแผ่นกลมบางๆ ตังรูปท่ี 5.1 เม่ือตัด 
แผ่น Wafer ออกเป็นส่วน  ๆ แล้วแต่ละส่วนจะถูกเรียกว่า Bar ซ่ึงในหน่ึง Bar จะ 
ประกอบด้วยหัวอ่านเขียนข้อมูล 26 ตัว (ดูรูปท่ี 5.2)
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* ----- Edge Geometry f$ v | ท̂ รน3

/  . HL----  Diamond Grit Size
ÈMy - y P  Diamond Type
M iÊ & S Y  Diamond Concentration

Blade Thickness

toj. Blade Binder
(Type, Hard, Soft & Others)

Blade Diameter

ร ูป ท ี่ 5.1 ใบม ีดต ิด  (Diamond Blade)

3. ทำการปลด Bar ออกจากแผ่น Carbon lava และนำไปติดใหม่บน transfer tool
4. ทำการขัดหยาบ (Rough Lap) ท่ีบริเวณหน้า ABS (Air Bearing Surface) ซ่ึง 

หน้า ABS จะเป็น ABS จะเป็นด้านท่ีจะอยู่ติดกับแผ่นดิสก์น่ันเอง โดยจะทำการ 
ขัดจนได้ขนาดตามท่ีกำหนด

5. เช่ือมต่อสายไฟเข้ากับหัวอ่านแต่ละตัวใน Bar เพื่อทำการวัดค่าทางไฟฟ้า
6 . ทำ Auto Lap คือการขัดหน้า ABS และทำการวัดค่าทางไฟฟ้าเพื่อให้ใต้ค่า 

ต่างๆ ตามข้อกำหนดท่ีได้ตกลงกับลูกค้าไว้
7. Pole Geomatry คือการ Audit เพ่ือวัดขนาดของ PoleTip (PoleTip คือ หัวท่ีใช้ 

ใน การอ่านหริอเขียนข้อมูล)
8 . ปลด Bar ออกจาก Transfer Tool
9. ทำความสะอาด Bar และทำ Bar Align คือการจัด B art^ละอันให้อยู่ในตำแหน่ง 

ท่ีถูกต้อง บน Fixture ซ่ึงข้ันตอนน้ีจะต้องหยอดกาวลงไปเพ่ือจับยึด Bar เข้ากับ 
Fixture ด้วย (Fixture จะเรียกว่า Pallet)

1 0 . เข้าเคร่ืองอบเพ่ือให้กาวแห้ง
11. เคลือบ Bar ด้วยแผ่นฟ้ล์มไวแสง จากน่ันนำ Mask (หน้ากาก) ซ่ึงมีรูปร่าง ตาม 

แบบท่ีกำหนดมาติดลงบน Bar แล้วยิงด้วยแสง ต่อมาก็จะทำการ develop ก็คือ 
การทำปฏิกิริยากับนี้ายาเคมี

12. นำ Bar ท่ีได้มาผ่านกระบวนการ R.I.E. (Reactive Ion Ecthing) คือกระบวน 
การกัดกร่อนให้เกิดความลึกซ่ึงเรียกว่า Cavity Depth
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Slider Fabrication

ร ูปท ี่ 5.2 แผ่น Wafer ถ ูกต ัด เป ็น  Bar และ slider ตามลำด ับ

13. หล ้งจากผ ่านกระบวนการ R.I.E. ก ็จะทำการล ้างคลายฟ ิล ์มออกให ้ห มด

14. ทำการหยอดการเพ ิ่ม ลงไปท ี่ Bar แต ่ละต ัว

15. ต ัดลงตรงกลางของห ัวอ ่าน เข ียนข ้อม ูล  ซ ึ่ง เร ียกว ่า Relief Cat

หล ังจากผ ่าน กระบวน การต ังท ี่ได ้กล ่าวไว ้ข ้างต ัน แล ้ว  ก ็จะน ำมาทำการตรวจสอบก ่อน ท ี่ 

จะทำการต ัด ใน หน ่วยงาน Head Part
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5.3 การตรวจสอนข้อบกพร่องก่อนตัด

ห ล ังจากท ี่เตร ียม แ ผ ่น  Wafer เสร ็จ เร ียบร ้อยจนไดช ิ้น งานท ี่เร ียกว ่า Bar และต ิดลงบน  

Pallet เร ียบร ้อย จำเป ็น ต ้องทำการตรวจสอบ  Bar ท ุก  Bar ก ่อน ท ี่จะทำการต ัด เพ ราะอาจม ีรอย 

บ ิ่นและรอยร ้าวเก ิดข ึ้นก ่อนกระบวนการต ัดโนส ่วนงานของ Head Part ก ิไต ้ การตรวจสอบใน 

ข ั้น ตอน น ี้จะท ำการตรวจสอบแบบร ้อย เปอร ์เซ ็น ต ์ ซ ึ่งใช ้เวลาในการตรวจสอบนานหลายช ั่วโมง 

ผ ู้ต รวจส อ บ จะท ำก ารต รวจส อ บ โด ยใช ้ส ายต าม อ งผ ่าน ก ล ้อ งจ ุลท รรศ น ์ท ี่ก ำล ังข ยาย  10 เท ่า 

เม ื่อพ บรอยบ ิ่น ห ร ือรอยร ้าวก ิจะน ำสเกลท ี่ใช ้ใน การตรวจสอบความยาวของส ิ่งบกพ ร ่อง ทาบลง 

บนรอยบ ิ่นหร ือรอยร ้าวน ั้น  ว ิธ ีก ารใช ้งาน สเกลบน หน ้าป ัดของกล ่องน ั้น  จะต ้องพ ิจารณ าตาม  

ตำแหน ่งของรอยบ ิ่นและรอยร ้าวท ี่เก ิดข ึ้น  ซ ึ่งรอยบ ิ่นหร ือรอยร ้าวท ี่เก ิดข ึ้น ในแต ่ละตำแหน ่งของ 

ห ัว อ ่าน เข ีย น ข ้อ ม ูล จ ะ ต ้อ ง เล ือ ก ใช ้ส เก ล ให ้ถ ูก ต ้อ ง  ส เกลด ังกล ่าวสาม ารถห ม ุน ไต ้รอบ ต ัว เพ ื่อ  

สะดวกในการว ัด การเล ือกว ่าจะใช ้ส เกลขน าด เท ่าใดใน การว ัดน ั้น จะย ึดห ล ักตามตารางท ี่ 5.1 
เม ื่อผ ู้ต รวจสอบพ บรอยบ ิ่น หร ือรอยร ้าวท ี่อย ู่น อกขอบ เขตท ี่ต ารางท ี่ 5.1 ยอมว ับไต ้ก ิจะทำการ 

บ ันท ึกลงในแบบฟ อร ์ม  ต ังร ูปท ี่ 5.3 โดยป ็น แบบฟ อร ์มท ี่จ ัดทำข ึ้น เพ ื่อใช ้บ ัน ท ึกข ้อม ูลของจำน วน  

รอยบ ิ่น และรอยร ้าวท ี่เก ิดข ึ้น  ก ่อนน ่าแผ ่น  Wafer เข ้าส ู่กระบวนการต ัดน ั้น  ผ ู้ตรวจสอบจะบ ัน  

ท ึกรอยบ ิ่น หร ือรอยร ้าวตามตำแห น ่งท ี่เก ิดรอยบ ิ่น ห ร ือรอยร ้าวน ั้น  ซ ึ่งการบ ันท ึกน ี้จะต ้องทำ

เคร ึ่อ งหมายใน ช ่องก ่อน การต ัดด ้วย เพ ื่อทำให ้ทราบว ่าห ัวอ ่าน เข ียน ข ้อม ูลต ัวไห น เก ิดการบ ิ่น ห ร ือ  

ร ้าวก ่อนกระบวนการต ัดในข ั้นตอนของ Head Part
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ต า ร า ง ท ี่ 5.1 หล้เทเกณฑ์:ท่ีใช้ในการตรวจสอบ
Code CRITERIA SPECIFICATION

A2 CHIP

รอยบ ิ่น  รอยแหว ่งต ิดขอบ 

รอยแหว ่งต ิดม ุม

Trailing Edge 1.5x4x0.5 ความ ยาวรวม 10 mil 

Side Edge (7 UP) 2x5x0.5 ความยาวรวม 10mil 

7 UP LEG 1.5x4x0.5 ความยาวรวม 10mil 

Side Edge 2x10x0.5 ความยาวรวม 10mil 

Chanel ว ัดความล ึก  0.5 mil

Pole tip Area (ว ัดออกมารอบๆPole แ ละรhiled0.5) Rej

Chip ต ิดม ุมใช ้ SCALE "L" วัด

Leading Edge 2x5x0.5 ความยาวรวม 10mil

A3 CRACK

รอยร้าว

DELAMINATION 

แถบหมอกแถบร ุ้ง

บนหน ้า ABS ว ัด0.2 Diameter

ENCLOSED CHIP

รอยร ้าวจากขอบชนขอบ

มีไม ่ได ้เลย

ISLAND

เกาะ

ACC
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รูปท่ี5.3 แสดงแบบฟอร์มท่ีใช้บันทึกข้อมูลในการตรวจสอบ

I I
1

หล ังจากท ี่ท ำการตรวจสอบ  Bar ท ุก Bar ใน Pallet แล้ว ก็จะนำ Pallet ไปส ู่ข ั้นตอนต ่อ  

ไป เพ ื่อทำการต ัด  B a rให ้ออกมาเป ็น ห ัวอ ่าน เข ียน ข ้อม ูลแยกเป ็น ต ัวๆ

5.4 กระบวนการตัดหัวอ่านเข ียนข้อมูล

กระบวนการต ัดในส ่วนงานของ Head Part น ั่น 'จะนำแผ ่นBarม าต ิด บน palletéงม ีสอง 

ส ่วน แต ่ละส ่วน เร ียกว ่า Lot หรือ Column ในแต ่ละ Column จะม ีจำนวน  Bar อยู่ 50 Bar ซ ึ่งใน 

แต ่ละBarประกอบด ้วยห ัวอ ่าน เข ียน ข ้อม ูลจำน วน  26 ตัว ในกระบวนการต ัดของข ั้นตอน  Head 

Part จะร ับช ่วงจากส ่วน งาน อ ื่น ต ่อมาอ ีกทอดหน ึ่ง  จ ึงม ีค วามจำเป ็น ท ี่จะต ้อ งทำการตรวจสอบ  

ว ่าม ีช ิ้น งาน เส ีย ห าย ม าจาก ข ั้น ต อ น ก ่อ น ห น ้าน ี้ห ร ือ ไม ่ ซ ึ่งอย ู่ใน ข ั้น ตอน ท ี่กล ่าวมาแล ้วข ้างต ัน  

ส ่วนรายละเอ ียดของกระบวนการต ัดในส ่วนงานของ Head Part สามารถสร ุป เป ็น ข ั้น ตอน ต ังน ี้

1. ทำการประกอบใบม ีด เข ้าท ี่ Flank

2. ทำการ  Test Pitch คือ การทดสอบความยาวจากร ่องห น ึ่งไปย ังร ่องท ี่อย ู่ต ิดก ้น  

ซ ึ่งจะต ้องได ้ความยาวตามข ้อกำหน ด (Specification) (ต ังร ูปท ี่ 5.4)
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ร ูป ท ี่ 5 . 4  ร ่อ ง ต ัด ใ น แ ผ ่น พ a f e r

3. ทำการ  Truing คือ การใช ้ห ินล ับใบม ีดให ้ม ีความกลม เพราะเม ื่อตอนประกอบ 

ใบม ีดน ั้น ใบม ีดจะไม ่ม ีความกลมจ ึงจำเป ็น ท ี่ต ้องล ับ ใบม ีด ให ้ม ีความกลม  เพ ื่อให ้ 

ไต ้ความยาวของคมต ัด เท ่าก ัน ตลอด  ซ ึ่งจะล ับใบม ีดออก 10 mil

4. ท ำการ  Dressing คือ การเป ีดหน ้าใบม ีดต ัดให ้ม ีความคม โดยจะนำใบม ีดท ี่ 

หม ุนอย ู่ เด ิน ต ัดผ ่าน ห ิน ล ับม ีดท ี่ม ีความละเอ ียด  320 เด ิน ผ ่าน ห ิน ล ับม ีด  4 ก ้อน 

รครั้ง

5. ทำ Y - Offset ค ือการทำให ้เคร ื่องร ู้ระยะห ่างระหว ่างกล ้องก ับต ัวใบม ีด  เพื่อทำ 

ให ้การ ควบค ุมระยะการเคล ื่อนท ี่ไต ้อย ่างถ ูกต ้อง

6. ท ำก าร  Balance คือ การทำให ้ใบม ีดน ั้นหม ุนโดยไม ่ม ีการล ่าย เพราะถ ้าใบม ีด 

ส ่าย จ ะท ำให ้ไ ม ่ส าม าร ถ ค ว บ ค ุม ค วาม ก ว ้า งข อ งร ่อ งต ัด  (Kerf) ไต ้ การทำ 

balance จะม ีเคร ื่องม ีอท ี่ใช ้ในการตรวจว ัดว ่าไต ้ค ่าตามข ้อกำหนดหร ือไม ่ โดย 

จะต ้องม ีการถ ่วงน ั้าห น ักท ี่ stack ไป เร ื่อยๆ  จน กว ่าไต ้ค ่าอย ู่ภ ายใน ช ่วงท ี่ก ำหน ด

7. ทำ Y - Offset อ ีกคร ั้ง

8. จ ัด Alignment ของ Pallet เพ ื่อให ้ Bar ขนานก ับแนวต ัด

9. เล ื่อนตำแหน ่งใบม ีดให ้ห ่างจาก  Pole Tip ตามข ้อกำหนด และเร ิ่มต ัดงานจร ิง

10. เช ็คตำแหน ่งขอบต ัดก ับ  Pole Tip อ ีกคร ั้ง
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11. ท ำก าร  Dressing อกคร ั้งหล ังจากหมด Column ด ้วยห ิน ล ับม ีด  ขน าด600 

จำน วน  1 ก ้อนวางเร ียงก ันและเด ินต ัด  3ครั้ง

12. เร ิ่มต ัด Column ต ่อไป จนครบ 5 Pallet ก ็จะทำการ  Dressing ด ้วยห ินขนาด 

320 เด ิน 8 ครั้ง

13. เม ื่อครบ 30 Column จะทำการ Truing อ ีกคร ั้ง ท ำอย ่างน ี้ไป เร ื่อ ยๆ  จน Short 

Blade

5.5 การตรวจสอบข้อบกพร่องหลังตัด

ห ล ังจากท ี่ช ิ้น งาน ผ ่าน กระบวน การต ัดแล ้ว  ห ัวอ ่าน เข ียน ข ้อม ูลแต ่ละต ัวจะถ ูก เร ียกว ่า

Slider และนำไปทำการ Debond ค ือการปลดห ัวอ ่าน เข ียน ข ้อม ูลออกจาก  Pallet แต ่ก ่อนท ี่จะ 

นำไปส ู่ข ั้นตอนการ Debond เราจะต ้องน ำมาทำการตรวจสอบห าจำน วน รอยบ ิ่น หร ือรอยร ้าวท ี่ 

เก ิดข ึ้น จากกระบวนการต ัดโนส ่วนงานของ Head Part ก ่อน ซ ึ่งจะโข ้พ น ักงานตรวจสอบคนเด ิม  

ท ี่ท ำก ารต รวจส อ บ โน ข ั้น ต อ น ก ่อ น ก ารต ัด  ซ ึ่งจะลด ผลความ ผ ิด พ ลาด เน ื่อ งจาก ต ัวผ ู้ต รวจสอบ  

โดยการตรวจสอบในข ั้นตอนน ี้จะใช ้แบบฟ อร ์ม เด ิมก ับท ี่ใช ่ในการตรวจสอบแผ ่น  Wafer ก ่อน 

การต ัด  แต ่จะต ้องทำเคร ื่องหมายในช ่อง “After Heat Part” เพ ื่อ ให ้ทราบว ่าเป ็น ข ้อม ูลของการ 

ตรวจสอบหล ังผ ่าน กระบวน การต ัดของส ่วน งาน  Head Part เม ื่อพ น ักงาน ทำการตรวจสอบ เสร ็จ  

ก ็จ ะน ำข ้อ ม ูลท ี่ไ ด ้ท ั้งส องช ุด ค ือ ข ้อม ูลก ารต รวจสอ บ ก ่อ น ต ัด แ ละข ้อ ม ูลก ารต รวจส อ บ ห ล ังต ัด ม า  

เป ร ียบ เท ียบ ก ัน แ ละด ูว ่ารอยบ ิ่น ห ร ือ รอยร ้าวได ้เก ิด ข ึ้น ห ล ังจาก ผ ่าน ก ระบ วน ก ารต ัด โน ส ่วน งาน  

Head Part บ ้าง และน ำข ้อม ูลน ี้ไปบ ัน ท ึกลงโน เมตร ิกของการออกแบบการทดลอง และนำไป 

โข ้ใน ก ารว ิเค ราะห ิข ้อม ูล เพ ื่อพ ิจ ารณ าว ่าป ัจจ ัย ใด ม ีอ ิท ธ ิพ ลต ่อจำน วน รอยบ ิ่น ห ร ือ รอยร ้าวท ี่เก ิด  

ข ึ้น โนกระบวนการต ัดโนส ่วนงาน  Head Part ในบทต ่อไป

5.6 สรุป

ห ล ังจากท ี่ได ้ด ำเน ิน การท ดลองตามแผน การทดลองแล ้ว  ข ้อม ูลจะถ ูกบ ัน ท ึกลงใน ตาราง 

เม ต ร ิก ข อ งก าร ท ด ล อ ง  แ ล ะข ้อ ม ูล น ี้จ ะ ถ ูก น ำไ ป ท ำก าร ว ิเค ร าะ ห ์เพ ื่อ พ ิจ าร ณ าว ่าป ัจ จ ัย ใด ม ี 

อ ิทธ ิพ ลต ่อจากก ารเก ิด รอยบ ิ่น แ ละรอยร ้าวอย ่างม ีน ัยสำค ัญ ท างสถ ิต ิ ตลอดจน ห าสภาวะการต ัด  

ท ี่เหมาะสม เพ ื่อลดการเก ิดรอยบ ิ่น และรอยร ้าวต ่อไป
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